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SUSS MicroTec ist ein weltweit fihrender Hersteller von innovativen Systemldsungen fiir die
Mikro- und Nanostrukturierung, die in Méarkten wie Nanotechnologie, MEMS, Advanced Packa-
ging, Verbindungshalbleiter, Silicon-on-Insulator und 3D Integration eingesetzt werden. Das
breite Produktspektrum umfasst komplette Prozesslinien zum Nanoimprinten, Belacken, Entwi-
ckeln und Reinigen, sowie Mask/Bond Aligner, Waferbond Anlagen und Testsysteme

Modifizierte Mask Aligner von SUSS MicroTec werden erfolgreich bei der kostengiinstigen
Replikation im Bereich Mikro- und Nanostrukturierung eingesetzt. Wie zum Beispiel der Na-
noimprint Lithografie (NIL), einer Pragetechnik, bei der die Struktur mittels UV-Belichtung oder
Waérmezufuhr durch einfachen Abdruck oder ,, Step and Repeat” im Material fixiert wird.

SUSS MicroTec unterstiitzt im wesentlichen folgende Nanotechnologie-Anwendungen: UV-
Nanoimprint Lithografie (UV-NIL), Substrate Conformal Imprint Lithografie (SCIL) und SMI-
LE, einer Mikrolinsen Imprint Technologie.

UV-NIL und ihre verwandten Anwendungen sind kostengiinstige Technologien zum Prégen von
Strukturen kleiner 50nm, die einen hoheren Durchsatz ermdglichen als hochauflésende Elektro-
nenstrahl-Lithografie.

Die patentrechtlich geschiitzte SCIL Technologie schliefdt eine technische Liicke und erzielt auch
bei grof3flachigen Nanoimprint Anwendungen eine exzellente Qualitét bei der Strukturtibertra-
gung. SCIL wurde von Philips Research im niederlandischen Eindhoven entwickelt. Die Nut-
zungsrechte wurden in Form einer Technologielizenz an SUSS MicroTec Ubertragen.

Die Mikrolinsen Imprint Lithografie Methode SMILE ist dagegen hervorragend geeignet, um
z.B. kogteneffizient CMOS Wafer-Level Kameras auf 8* Wafern herstellen zu kénnen. Unter
Verwendung von UV-Replikation wird dabei ein fllissiges Polymer auf einem Wafer aufgebracht
und unter Verwendung eines transparenten Stempels fixiert.
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